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Ziele

Ziel des Projektes ist es, für den Entwicklungsprozess 
von Kupfer-Bond-Verbindungen ein schlagkräftiges 
Kombinationspaket aus verschiedenen Raster-Sonden-
Analyseverfahren zu entwickeln.
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Analysewerkzeuge für die Entwicklung von 
Kupfer-Kupfer-Bondprozessen

Motivation

Die Verbindungstechnik spielt eine Schlüsselrolle in der kontinuierlichen Strukturverkleinerung von integrierten
Schaltungen. Das bisher größtenteils eingesetzte Gold-Draht-Bonden stößt insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht
an seine Grenzen. Bond-Technologien auf Basis von Kupfer haben großes Potential für die Zukunft. Die Kupfer-Bond-
Technologie ist jedoch noch nicht ausgereift. Es mangelt an Analysemethoden zur Untersuchung von
Ausfallmechanismen und zur Qualitätssicherung. Die bisher angewendeten Analysemethoden stoßen insbesondere
hinsichtlich ihrer Ortsauflösung bei abnehmenden Strukturgrößen an ihre Grenzen, da mögliche Fehler häufig sehr
lokalen Ursprungs sind. Deshalb werden hochauflösende physikalische und/oder chemische Analysemethoden bzw.
Kombinationen aus verschiedenen Methoden benötigt, um die Technologie gezielt weiterzuentwickeln.

Ziele

Ziel des geplanten Vorhabens ist es, für den Entwicklungsprozess von Kupfer-Bond-Verbindungen ein schlagkräftiges
Kombinationspaket aus verschiedenen Raster-Sonden-Analyseverfahren zu entwickeln Dies beinhaltet auch
Oberflächenmodifikationen der Raster-Sonden - basierend auf selbstorganisierenden molekularen Schichtsystemen
(engl. Self Assembled Monolayer, SAM). Nach Abschluss des Projekts soll das entwickelte Analysepaket einschließlich
der geschaffenen Softwarelösungen als Add-on Option zu bestehenden Raster-Sonden-Modulen kommerziell
vertrieben werden.
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